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I2C�アドレス����な��	�
USB�タイプ�C�コントローラー

FUSB301A


�

FUSB301A は、�����のタイプ C コントローラー

で、15 W
�のアプリケーション�に���されています。

FUSB301A は、Sourceモード、Sinkモード、DRP、アクセサ

リー��サポート、デッドバッテリーサポートのための CC
ロジック��を��します。FUSB301A は� !"な I2C ア

ドレスを$えており、１つのシステムにおいて'(ポートを

サポート!"です。FUSB301A は、)*+,のディセーブル

モードと/0123の*+,を45としています。)6�、

12%リード TMLP パッケージで��されます。

��

•'�����タイプ C コントローラーでタイプ C バージョン

1.1 および 1.0 をサポート

•'VDD 1289、3.0 V~5.5 V

•'*ディセーブル+,：ICC = 2.0 �A（�<）

•'*スタンバイ+,：ICC = 7.0 �A（�<）

•'DRP モード、オプションのアクセサリーサポート>

•'I2C アドレス� !"

•'Try.SNK と Try.SRC のサポート?"

•'デッドバッテリーサポート（@A+BがないCDの SINK サポ

ート）

•'2 kV HBM ESD EF

•'G�パッケージ、12リードTMLP (1.6 mm x 1.6 mm x 0.375 mm)

アプリケーション

• スマートフォン

• タブレット

• ノートパソコン

• ポータブルアプリケーション

� 1. �����

X2QFN12 1.6x1.6, 0.4P
CASE 722AD

Bottom View

See detailed ordering and shipping information on page 2 of
this data sheet.

ORDERING INFORMATION
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����

��� トップマーク �� !"# パッケージ $%†

FUSB301A NX −40 to 85°C
12リード���モールデッドリ
ードレスパッケージ (TMLP)

1.6 mm × 1.6 mm × 0.375 mm
テープ・リール

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

ブロック�

� 2. ブロック

&'()

� 3. &'*り+て（-.からの/0�）

http://www.onsemi.jp/
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BRD8011-D.PDF
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&'23

&'45 �6 78 
�

USB Type−C コネクタインターフェース

1, 2 CC1, CC2 I/O タイプ C ��チャンネル

4 VBUS �� ��� !の VBUS��ピン

10 GND グランド グランド

9:インターフェース

12 VDD %& ��%&

;5インターフェース

8 SCL �� I2Cマスター()! I2Cシリアルクロック-.

7 SDA オープンド

レイン I/O
I2Cマスター()! I2Cシリアルデータ-.

6 INT_N オープンド
レイン �

アクティブローオープンドレイン �（1り2み）：プロセッサに
I2Cレジスタビットを9ませるために:!します

9 ID オープンド
レイン �

()されたデバイスが Source あるいは Sink のどちらであるかを�
 します。IDピンはプロセッサ<の USB 2.0��とのインターフェ
ースに!いることが>?です。

5 I2CADDR �� 2@のデバイスのアドレスがABするシステムにおいて、DEのア
ドレスを:!するために I2C アドレスのビット 3 をFGするHIで
:!します

3 NC1 NC J:! –グランドまたはフロート

11 NC2 NC J:! –グランドまたはフロート

デッドバッテリー

FUSB301A に+BをKLせずに Sourceデバイスに

MNされると、Source はMNケーブルOPで CCラ
インをプルアップします。FUSB301A はそれにQR

し、Source がMNを��して VBUS をオンにできる

89まで、CC+SをTきUげます。

9:<=、>?@およびリセット、*りAみB�

+BをVめてKLすると、FUSB301A は�てのW

りXみをマスクしたYZで、Sinkモードにて[1し

ます。ローカルプロセッサは FUSB301A を\]のモ

ードに� し、グローバルWりXみマスクビット、

INT_MASK をクリアする_`があります。INT_Nピ
ンはアクティブローのオープンドレイン�,です。

このピンは FUSB301A にWりXみがbcしており、

deする_`があることをホストプロセッサに/g

します。INT_Nピンは+Bhiあるいはデバイスリ

セットj、デフォルトでハイインピーダンスにされ

ます。また、グローバルWりXみマスク（lmレジ

スタ@の INT_MASK）はセットされます。

INT_MASK がローカルプロセッサによりクリアされ

たj、 INT_NピンはnoのWりXみに$えてハイイ

ンピーダンスのYZをEちます。WりXみイベント

がbcすると、 INT_N はローにq1され、プロセッ

サがWりXみレジスタをリードしてWりXみをクリ

アすると、rびハイインピーダンスYZにsりま

す。Vtの+Bhiあるいはリセットのj、システ

ムに+BがuにKLされたYZでプロセッサがグロ

ーバルWりXみマスクビットに「1」をvきXむ

と、 INT_N ピンはハイインピーダンスYZにwま

り、グローバルWりXみマスクビットがクリアされ

るまで�てのWりXみをxyします。グローバルW

りXみマスクビットがセットされたYZで、/0は

WりXみを[こすイベントがbcすると、グローバ

ルWりXみマスクがクリアされたz{に INT_N はロ

ーになります。

C 1. ID ピンDEFC

Type レジスタ (h12, ビット 4) 
� ID

SINK = b0 SINK J� ハイインピーダンス（デフォルト）

SINK = b1 SINK � M ロー

http://www.onsemi.jp/
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GHIJ�K

L5 パラメーター IM IJ NO

VDD VDD からの%&%N −0.5 6.0 V

VBUS VBUS %&%N −0.5 28 V

VCC_HDDRP ホスト、デバイス、デュアルロールポートとして��されたRSの CCピン −0.5 6.0 V

TSTORAGE TUVWXY −65 +150 °C

TJ Z[(S\VW +150 °C

TL リードVW（はんだ]け、10^） +260 °C

ESD IEC 6100−4−2 システム ESD コネクタピン
(VBUS, CC1 &

CC2)

`a 15 kV

(b 8

HBM（cdモデル）、JEDEC JESD22−A114 コネクタピン (VBUS,
CC1 & CC2)

4

そのe 2

チャージデバイスモデル、JEDEC LESD22−C101 すべてのピン 1

fgZ[�hを�えるストレスはデバイスにijをkえる>?lがあります。mnopqrを�えるとstがu?しないまたはopしな
い>?lがあり、これらのレベルまでパーツにストレスをkえることはmnされません。xえて、mnopqrを�えたyz{のストレ
スは、デバイスの-|lに}~をkえる>?lがあります。fgZ[�hはストレスの��XYについてのみ��されています。

PQ��RS
mnopqr�には、デバイスの��のopqrが��されています。mnopqrは、Z�なopを��にするために��されて

います。フェアチャイルドでは、これらのqr��での:!や、fgZ[�hにSわせて��することをmnしません。

L5 パラメーター IM TU IJ NO

VBUS VBUS %&%N 3.7 5.0 21 V

VDD %&%N 2.8 (1) 3.3 5.5 V

TA opVW −40 +85 °C

1. このg�はu?opのみであり、��の%����てにおける��を�すものではありません。�ての%��lはZ�13 V のop%N
を��とします。

DC およびVW�X

�に��のない�り：TA1および TJ1mnVWXY。�に��のない�り、�ての���は TA = 25°C および VDD = 3.3 V における�で

す。

L5 パラメーター

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

NOIM TU IJ

タイプ C YZのパラメーター

I80_CCX Source : 80 �A CC %�（デフォルト）HOST_CUR1 = 0,
HOST_CUR0 = 1

64 80 96 �A

I180_CCX Source : 180 �A CC %� (1.5 A) HOST_CUR1 = 1,
HOST_CUR0 = 0

166 180 194 �A

I330_CCX Source : 330 �A CC %� (3 A) HOST_CUR1 = 1,
HOST_CUR0 = 1

304 330 356 �A

VSNKDB �プルアップの Source��qrにおけるデッドバッテリー
 の SINKプルダウン%N

2.18 V

RDEVICE VDD1がopXY¡の のデバイスプルダウン¢£ 4.6 5.1 5.6 k�

zOPEN ディセーブルステートの CC¢£ 126 k�

vRa−SRCdef VBUS にデフォルト%�で Source の�の、CCピンの Ra
� しきい�

0.15 0.20 0.25 V

vRa−SRC1.5A VBUS に 1.5 A で Source の�の、CCピンの Ra� しき
い�

0.35 0.40 0.45 V

http://www.onsemi.jp/
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DC およびVW�X

�に��のない�り：TA1および TJ1mnVWXY。�に��のない�り、�ての���は TA = 25°C および VDD = 3.3 V における�で

す。

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

L5 NOIJTUIMパラメーター

vRa−SRC3A VBUS に 3 A で Source の�の、CCピンの Ra� しきい
�

0.75 0.80 0.85 V

vRd−SRCdef デフォルト%�の�の、Source の Rd� しきい�

(HOST_CUR1/0 = 01)
1.50 1.60 1.65 V

vRd−SRC1.5A 1.5 A の�の、Source の Rd � しきい�

(HOST_CUR1/0 = 10)
1.50 1.60 1.65 V

vRd−SRC3A 3 A の�の、Source の Rd � しきい�

(HOST_CUR1/0 = 11)
2.45 2.60 2.75 V

vRa−SNK Sink  の、CC ピンの Ra � しきい� 0.15 0.20 0.25 V

vRd−def Sink  の、デフォルト%�の Rd � しきい� 0.61 0.66 0.70 V

vRd−1.5A Sink  の、1.5 A の Rd � しきい� 1.16 1.23 1.31 V

vRd−3.0A Sink  の、3 A の Rd � しきい� 2.04 2.11 2.18 V

vVBUSthr I_VBUSOK1り2みがトリガーされる VBUS しきい� 3.7 V

[\9]

L5 パラメーター VDD (V) RS

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

NOIM TU IJ

Idisable ディセーブル の%� 3.0 ~ 5.5 ディセーブル¤¥ 0.35 2.0 �A

Istby Unattached Sink
（J()・Sink）

3.0 ~ 5.5 ¦も()されていません 3.5 7.0 �A

Unattached Sink
（J()・Sink）+ Acc,
Source + Acc, または DRP

¦も()されず、¡\でトグ
ルされています

5 20 �A

Iattach () %�（ホスト%�
§く）

3.0 ~ 5.5 Sink として() 5 15 �A

Source として() 10 15 �A

タイミングパラメータ

Symbol
L5 パラメーター

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

NOIM TU IJ

tCCDebounce CC のデバウンス { (Source またはアクセサリ) 100 150 200 ms

CC のデバウンス { (Sink) 63 75 87 ms

tPDDebounce CC¨り�し� のデバウンス { 10 15 20 ms

tAccDetect AudioAccessory（オーディオアクセサリ）または1DebugAccessory
（デバッグアクセサリ）が()されたことを� する�のデバウンス {

50 100 200 ms

tErrorRecovery ERROR_RECビット©ªあるいはモードFGによって
ErrorRecovery（エラー«¬）¤¥に­られた�、そこに®まる {

25 50 100 ms

tVBUSondeb -. VBUS への Sink としてu?している�の VBUS� デバウンス { 0.167 0.200 0.375 ms

tVBUSoffdeb -. VBUS への Sink としてのu?が§¯された�の VBUS� デバウン
ス {

10 15 20 ms

http://www.onsemi.jp/
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タイミングパラメータ

Symbol

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

y
L5 NOIJTUIMパラメーター

tDRPToggle1 DRPop に、Unattached.Source
（J()・Source）¤¥へ°±する²に
Unattached.Sink（J()・Sink）に®まる
 {

DRPROGGLE = 00 35 70 ms

DRPROGGLE = 01 30 60

DRPROGGLE = 10 25 50

DRPROGGLE = 11 20 40

tDRPToggle2 DRPop に、Unattached.Sink
（J()・Sink）¤¥へ°±する²に
Unattached.Source（J()・Source）に®ま
る {

DRPROGGLE = 00 15 30 ms

DRPROGGLE = 01 20 40

DRPROGGLE = 10 25 50

DRPROGGLE = 11 30 60

IO ^_

Symbol
L5 パラメーター VDD (V) RS

TA = −40 ~ 85�C
TJ = −40 ~ 125�C

NOIM TU IJ

ホストインターフェースピン (ID)

VOLID ロー �%N 3.0 ~ 5.5 IOL = 4 mA 0.4 V

ホストインターフェースピン (I2CADDR)

VILADDR ローレベル��%N 3.0 ~ 5.5 0.3VDD V

VIHADDR ハイレベル��%N 3.0 ~ 5.5 0.7VDD V

ホストインターフェースピン (INT_N)

VOLINTN ロー �%N 3.0 ~ 5.5 IOL = 4 mA 0.4 V

I2C インターフェース&' − `aモード SDA, SCL

VILI2C ローレベル��%N 3.0 ~ 5.5 0.4 V

VIHI2C ハイレベル��%N 3.0 ~ 5.5 1.2 V

VHYS シュミットトリガ��のヒステリシス 3.0 ~ 5.5 0.2 V

II2C SDA および SCL ピンの��%� 3.0 ~ 5.5 ��%N

0.26 V ~ 2 V
−10 10 �A

ICCTI2C SDA または SCL が HIGH のRSの
VDD%�

3.0 ~ 5.5 ��%N 1.8 V 10 �A

VOLSDA 3 mA Sink%�（オープンドレイン）
におけるローレベル �%N

3.0 ~ 5.5 0 0.3 V

CI µ I/Oピンの�¶ (2) 3.0 ~ 5.5 10 pF

2. ��T·とします。 � �¸は±っていません。

http://www.onsemi.jp/
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`aモード I2C ^_ (3) (� 4bc）

Symbol
L5 パラメーター

`aモード

NOIM IJ

fSCL I2C_SCL クロック¹ºE 0 400 kHz

tHD;STA ホールド {（»り¼し）½¾qr 0.6 �s

tLOW ローz{、I2C_SCL クロック 1.3 �s

tHIGH ハイz{、I2C_SCL クロック 0.6 �s

tSU;STA »り¼し½¾qrのセットアップ { 0.6 �s

tHD;DAT データホールド { 0 0.9 �s

tSU;DAT データセットアップ { (4) 100 ns

tr I2C_SDA および I2C_SCL -.の¿ち<がり { (5) 20*(VDD/5.5V) 250 ns

tf I2C_SDA および I2C_SCL -.の¿ち�がり { (5) 20*(VDD/5.5V) 250 ns

tSU;STO ÀÁqrのセットアップ { 0.6 �s

tBUF ÀÁqrと½¾qr{の BUSフリー { 1.3 �s

tSP ��フィルターがÂÁする��のあるスパイクのパルスÃ 0 50 ns

3. ��T·とします。 � �¸は±っていません
4. ÄÅモード I2CバスデバイスはÆÇモード I2Cバスシステムにて!いることは>?ですが、tSU;DAT ≥ 250 ns の�È��をÉたす��

があります。これは、デバイスが I2C_SCL-.のローz{をÊyしないRS、ËoIに�!されます。そうしたデバイスが I2C_SCL
のローz{をÊyするRS、I2C_SDAラインがリリースされる1250 ns（tr_max + tSU;DAT = 1000 + 250 = 1250 ns、ÆÇモード I2C
バス��にÌづく）²に、Íのデータビットを I2C_SCLラインに �する��があります。

5. Cb はÎÏバスラインのS��¶を pF で�します。ÄÅデバイスとÐSされるRS、I2C ��にÑい、よりÄÅな¿�り {が>?
となります。

� 4. I2C バス-のフルスピードモードデバイスのタイミング�d

I2C インターフェース

FUSB301A はフル I2C スレーブコントローラーを

@|します。I2C スレーブは I2C のバージョン 6 の

`}に�Dしています。このブロックは~�モード

�けに��されています。I2Cライト／リードシー

ケンスの�を、それぞれ� 5%と� 6%に�します。

� 5. I2C ライト�

NOTE: Single Byte read is initiated by Master with P immediately following first data byte.

http://www.onsemi.jp/
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� 6. I2C ライト�

NOTE: If Register is not specified Master will begin read from current register. In this case only sequence showing in Red bracket
is needed.

Register address to Read specified Single or multi byte read executed from current register location (Single Byte read
is initiated by Master with NA immediately following first data byte)

I2C アドレス

I2CADDRビットがハイあるいはローのいずれであ

るかは、� 2 に�されるスレーブアドレスのビット

3 に�されています。

C 2. FUSB301A I2C スレーブアドレス

�6

サイズ

（ビット） ビット�7 ビット�6 ビット�5 ビット�4 ビット�3 ビット�2 ビット�1 ビット�0

スレーブアドレ
ス

8 0 1 0 0 I2CADDR 0 1 R/W

レジスタ�d

C 3. レジスタマップ

アドレス

レジスタ

� 78

RST

Val

ビット�

7

ビット�

6 ビット�5 ビット�4 ビット�3 ビット�2 ビット�1 ビット�0

0×01 デバイス

ID

RO 12 バージョン ID [7:4] Ó� ID [3:0]

0×02 モード R/W 04 DRP+ACC DRP Sink+ACC Sink Source+ACC Source

0×03 ÔÕ R/W 03 DRPTOGGLE HOST_CUR1 HOST_CUR0 INT_MASK

0×04 マニュア

ル

W/C 00 UNATT_SNK UNATT_SRC DISABLED ERROR_REC

0×05 リセット W/C 00 SW_RES

0×06−0×0F ×Ø X xx :!しないでください

0×10 マスク R/W 00 M_ACC_CH M_BC_LVL M_DETACH M_ATTACH

0×11 ステータ

ス

RO 00 ORIENT1 ORIENT0 VBUSOK BC_LVL1 BC_LVL0 ATTACH

0×12 ÙÚ RO 00 Sink Source DEBUGACC AUDIOACC

0×13 1り2み R/C 00 I_ACC_CH I_BC_LVL I_DETACH I_ATTACH

0×14−0×1F ×Ø X xx :!しないでください

6. `Ûのレジスタを:!しないでください
7. J��のレジスタからリードされた�はÜÝです。J��のレジスタへライトしないでください。

http://www.onsemi.jp/
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C 4. デバイス ID
アドレス : 01h
リセット� : 0×0001_0010
ÙÚ : リードオンリー

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:4 バージョン ID 4 Trim などのÞßにÌづくデバイスのバージョン ID
A_[Version ID]: 0001 (FUSB301ATMX)

3:0 Ó� ID 4 µバージョンのÓ�àá

[Revision ID]_revC: 0010

C 5. モード

アドレス : 02h
リセット� : 0×0000_0100
ÙÚ : リード／ライト

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:6 ×Ø 2 :!しないでください

5 DRP+ACC 1 1:1デバイスをアクセサリサポート]きのデュアルロールポート1(DRP)
として��する

4 DRP 1 1:1デバイスをアクセサリサポートÜしのデュアルロールポート1(DRP)
として��する

3 Sink+ACC 1 1:1デバイスをアクセサリーサポート]きの Sink として��する

2 Sink 1 1:1デバイスをアクセサリーサポートeしの Sink として��する

1 Source+ACC 1 1:1デバイスをアクセサリーサポート]きの Source として��する

0 Source 1 1:1デバイスをアクセサリーサポートÜしの Source として��する

C 6. fg
アドレス : 03h
リセット� : 0×XX00_X011
ÙÚ : リード／ライト

ビット45 �6

サイズ（ビッ

ト） 
�

7:6 ×Ø 2 :!しないでください

5:4 DRPTOGGLE 2 Unattached.Sink（Jアタッチ・Sink）ステートと Unattached.SOURCE
（Jアタッチ・Source）ステートの{でãなるタイミングをäåします。
00 : Unattached.Sink（hアタッチ・Sink）をIj 35 ms、
Unattached.SOURCE（hアタッチ・Source）をIj 15 ms
01 : Unattached.Sink（Jアタッチ・Sink）をZ� 30 ms、
Unattached.SOURCE（Jアタッチ・Source）をZ� 20 ms
10 : Unattached.Sink（Jアタッチ・Sink）をZ� 25 ms、
Unattached.SOURCE（Jアタッチ・Source）をZ� 25 ms
11 : Unattached.Sink（Jアタッチ・Sink）をZ� 20 ms、
Unattached.SOURCE（Jアタッチ・Source）をZ� 30 ms

3 ×Ø 1 :!しないでください

2:1 HOST_CUR
[1:0]

2 1 :デバイスが Source としてæÝにされた�にプルアップ%�をÔÕします

00 :%�なし

01 : 80 �A − デフォルト USB 9=
10 : 180 �A − ç%�モード: 1.5 A
11 : 330 �A − Ä%�モード: 3 A

0 INT_MASK 1 1 :kての*りAみをマスクするグローバル*りAみマスク

http://www.onsemi.jp/
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C 7. l� (8)

アドレス : 04h
リセット� : 0×XXXX_0000
ÙÚ : ライト/クリア

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:4 ×Ø 4 :!しないでください

3 UNATT_SINK 1 1 :タイプ C��に��されている�り、デバイスを Unattached.Sink
（Jアタッチ・Sink）ステートにします

2 UNATT_SOURCE 1 1 :タイプ C��に��されている�り、デバイスを
Unattached.Source（Jアタッチ・Source）ステートにします

1 ÜÝ (9) 1 1 :タイプ C��に��されている�り、デバイスをディセーブルス
テートにします

0 1 1 :タイプ C��に��されている�り、デバイスを ErrorRecovery
（エラー«¬）ステートにします

8. DEのビットがè に「b1」にセットされるRS、éêëìが�!されます。íÏéêは DISABLED、íîéêは ERROR_REC、í
ïéêは UNATT_SOURCEZðは UNATT_SINK です。éêWのZもÄいビットの�がäåされ、ñり�てのビットはËoIにクリ
アされます。

9. DISABLED ビットはòoでクリアする��があります。

C 8. リセット

アドレス : 05h
リセット� : 0×XXXX_XXX0
ÙÚ : ライト/クリア

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:6 ×Ø 7 :!しないでください

0 SW_RES 1 1 :システムおよび I2Cレジスタをリセットします。

C 9. マスク

アドレス : 10h
リセット� : 0×XXXX_0000
ÙÚ : リード／ライト

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:4 ×Ø 4 :!しないでください

3 M_ACC_CH 1 1 : Accessory Present（アクセサリ� M）から Attached Accessory
（アタッチされたアクセサリ）へのFGをマスクします

2 M_BC_LVL 1 1 : I_BC_LVL1り2みビット¡のFGをマスクします

1 M_DETACH 1 1 : I_DETACH1り2みビットをマスクします

0 M_ATTACH 1 1 : I_ATTACH1り2みビット¡のFGをマスクします

C 10. ステータス

アドレス : 11h
リセット� : 0×XX00_0000
ÙÚ : リード

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:6 ×Ø 2 :!しないでください

5:4 ORIENT[1:0] 2 どの CCxピンへ CCケーブルが()されているかのステータスを�します

11 :1� çにóôがõöしました

10 :ケーブル1CC は CC2ピンを�じて()されています

01 :ケーブル1CC は CC1ピンを�じて()されています
00 :emnまたはhopのmnがqrされました

3 VBUSOK 1 1 : VBUS がæÝなXYに÷まっていることを�すステータスビットです

http://www.onsemi.jp/
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C 10. ステータス

アドレス : 11h
リセット� : 0×XX00_0000
ÙÚ : リード

ビット45 
�サイズ（ビット）�6

2:1 BC_LVL[1:0] 2 CCライン<のøùのアドバタイズメントを� するしきい�

00 :1Ra またはhアタッチの Sink
01 : Sinkデフォルト%�のアドバタイズメントの Rd しきい�
10 : Sink 1.5 A%�のアドバタイズメントの Rd しきい�
11 : Sink 3 A%�のアドバタイズメントの Rd しきい�

0 ATTACH 1 1 : Type（ÙÚ）レジスタに�されるデバイスまたはアクセサリにアタッチ
されています

C 11. 78
アドレス : 12h
リセット� : 0×XXX0_0X00
ÙÚ : リード

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:5 ×Ø 3 :!しないでください

4 Sink 1 1 : Sink が� されたことを�します

3 Source 1 1 : Source が� されたことを�します

2 ×Ø 1 :!しないでください

1 DEBUGACC 1 1 :デバッグアクセサリが� されたことを�します

0 AUDIOACC 1 1 : オーディオアクセサリが� されたことを�します

C 12. INTERRUPT0
アドレス : 13h
リセット� : 0×XXXX_X000
ÙÚ : ライト/クリア

ビット45 �6 サイズ（ビット） 
�

7:4 ×Ø 4 :!しないでください

3 I_ACC_CH 1 1 : Accessory Present（アクセサリ� ）から Audio Accessory
（オーディオアクセサリ）あるいは Debug Accessory（デバッグ
アクセサリ）へFüした�に、1り2みフラグが¿てられます

2 I_BC_LVL 1 1 : BC_LVL にてアドバタイズされた%�レベルにFüがöじた�に、
1り2みフラグが¿てられます

1 I_DETACH 1 1 :デバイスまたはアクセサリがデタッチされた�に、1り2みフラグが
¿てられます

0 I_ATTACH 1 1 :ÙÚレジスタにて��されたÙÚのデバイスまたはアクセサリがアタ
ッチされた�に、1り2みフラグが¿てられます

onsemi is licensed by the Philips Corporation to carry the I2C bus protocol.
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